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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menginvestigasi karakteristik mekanik dari 

material solder bebas timbal Sn-3.0Ag.0.5Cu (SAC305) dibawah pengaruh temperatur 

dan laju-regangan. Uji Tarik dilakukan terhadap kawat solder SAC305 pada temperatur 

20, 60, 90, 120, 150 ºC, untuk masing-masing temperatur divariasikan laju-regangan 2 

 10-3 s-1, 2  10-4 s-1, 2  10-5 s-1. Data yang diperoleh berdasarkan hasil uji tarik diolah 

dalam bentuk kurva tegangan-regangan. Karakteristik mekanik yang diperoleh 

beradasrkan kurva tegangan-regangan yaitu yield strength, ultimate tensile strength, 

elastic modulus. Hasil yang diperoleh untuk temperatur 20, 60, 90, 120, 150 ºC pada 

laju regangan 2  10-4 s-1 yaitu modulus elastisitas 6,852103; 4,666103; 3,515103; 

3,439103; 2,937103 MPa, untuk yield strength yaitu 10,2;30,35; 13,69; 8,23; 2,5 

MPa dan ultimate tensile strength yaitu 10,96;31,07; 14,66; 9,20; 3,06 MPa. Dapat 

dilihat bahwa tren yang ditunjukkan naiknya tempertur membuat yield strength, 

ultimate tensile strength dan elastic modulus menurun, karena pada suhu tinggi, energi 

internal atom tinggi, akibatnya atom-atom pada material bergetar kuat dengan agitasi 

termal yang tinggi. Hubungan antara modulus elastisitas sebanding dengan 1/Xon. Hasil 

yang diperoleh untuk laju-regangan yang divariasikan pada temperatur 20 ºC yaitu 

37,3; 10,2; 1,5 MPa dan 38,19; 10,96; 2,017 MPa 1,8896×104; 6,852×103; 404,62 MPa. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa temperatur mempengaruhi 

sifat mekanik solder bebas timbal dan tren menunjukkan bahwa semua sifat mekanik 

yang telah dievaluasi menurun dengan meningkatnya suhu. Laju-regangan 

mempengaruhi sifat mekanik solder bebas timbal, tren yang ditunjukkan kebalikan dari 

tren pengaruh temperatur, hal tersebut berkaitan dengan proses deformasi yang terjadi. 

 

Kata kunci : Sifat mekanik, Temperatur, Laju regangan, Solder bebas timbal, SAC305
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the mechanical characteristics of Sn-

3.0Ag.0.5Cu (SAC305) lead free solder material under the influence of temperature 

and strain-rate. Tensile testing was carried out on SAC305 solder wires at temperatures 

of 20, 60, 90, 120, 150 ºC, for each temperature the strain-rate variation of 210-3 s-1, 

210-4 s-1, 210-5 s-1. The data obtained based on tensile test results are processed in 

the form of stress-strain curves. The mechanical characteristics obtained are based on 

the stress-strain curve, namely yield strength, ultimate tensile strength, elastic modulus. 

The results obtained for temperatures 20, 60, 90, 120, 150 ºC at a strain rate of 2  10-

4 s-1 are modulus of elasticity of 6.852103; 4,666103; 3,515103; 3,439103; 

2,937103 MPa, for yield strength that is 10.2, 30.35; 13.69; 8.23; 2.5 MPa and ultimate 

tensile strength are 10.96; 31.07; 14.66; 9,20; 3.06 MPa. It can be seen that the trend 

shown by rising temperatures causes yield strength, ultimate tensile strength and elastic 

modulus to decrease, because at high temperatures, internal energy atoms are high, 

consequently the material atoms vibrate strongly with high thermal agitation. The 

relationship between modulus of elasticity is proportional to 1/Xo. The results obtained 

for strain-rate varied at a temperature of 20 ºC are 37.3; 10.2; 1.5 MPa and 38.19; 10,96; 

2,017 MPa 1.8896×104; 6.852×103; 404.62 MPa. Based on the results obtained it can 

be concluded that temperature affects the mechanical properties of lead-free solder and 

the trend shows that all mechanical properties that have been evaluated decrease with 

increasing temperature. The strain rate affects the mechanical properties of lead-free 

solder, the pitch which is shown to be the opposite of the temperature influence trend, 

it is related to the deformation process that occurs. 

 

Keywords : Mechanical Properties, Temperature, Strain-rate, Lead-free solder, 

SAC30
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